
 

 
 

深圳基本半導體股份有限公司 

BASiC Semiconductor Co., Ltd. 

股份代號： 9971 主板 

公開發售價 
資訊科技業 

HK$27.49–31.62 

回撥機制 18C：公開認購 5-20%份額 
 
背景/業務 

中國第三代半導體功率器件行業的企業，專注於碳化硅功率

器件的研發、製造及銷售。中國唯一一家整合了碳化硅芯片

設計、晶圓製造、模塊封裝及柵極驅動設計與測試能力的企

業。產品包括車規級和工業級碳化硅功率模塊、碳化硅分立

器件及功率半導體柵極驅動，服務於新能源汽車、可再生能

源系統、儲能系統、工業控制、數據及服務器中心及軌道交

通等領域。 

 

請點擊此参閱招股文件 

 

 

 

財務狀況及預測                      (截至12月31日止年度) 

(人民幣千元) 2023 2024 2025 

收益 220,586 299,015 311,165 

其他（虧損）及收益 4,884 26,704 13,074 

除稅前溢利 (342,194) (237,102) (334,684) 

年度／期內溢利 (342,195) (237,102) (335,217) 

未經審計備考經調整 

每股有形資產淨值 HK$2.29–2.64 

2025 歷史市盈率 N/A 

保薦人/ 牽頭經辦人 中銀國際、國金證券 
 

經輝立証券申請截止認購日期 

7 月 3 日﹝五﹞上午 10:00 

全數付款客戶：一律$0 手續費 
NEW  9 成孖展電子帳單客戶優惠: 

- 認購 200 股，免利息及手續費 

- 認購 400–1,400 股，免息只需$28 手續費 

- 認購 1,600–3,000 股，免息只需$68 手續費 

- 認購 HK$10 萬以上認購金額手續費一律$88 

(*非電子帳單客戶另加行政費$20) 

基本資料 

發行股數 

27,386,200  股 H 股 

公開發售: 1,369,400  股 H 股 

配售: 26,016,800  股 H 股 

集資總額 $752.8-865.9 百萬港元 

集資淨額 $712.5 百萬港元(按中位價估計) 

市值 HK$8,360-9,620 百萬港元 

公開發售日 2026 年 6 月 29 日- 2026 年 7 月 3 日 

公開發售結果 7 月 6 日 

孖展息率及計息日 0 % (3 日息) 

上市日 7 月 8 日 

每手股數 200 股 

主要風險因素 

1. 未能及時開發滿足市場需求的新產品，業務及經營

業績可能受不利影響  

2. 持續大量研發投入可能對盈利能力和經營現金流產

生不利影響  

3. 碳化硅功率器件行業競爭激烈，無法成功競爭將影

響業務及前景  

集資用途                      (百分比) 

1. 擴大晶圓及模塊的生產能力以及購買

及升級生產設備及機器（未來四年內）  
60.00% 

2. 新碳化硅產品的研發工作以及技術創

新（未來五年內） 
20.00% 

3. 拓展碳化硅產品的全球分銷網絡（未來

五年內） 
10.00% 

4. 營運資金及其他一般公司用途 10.00% 

 

注意： 

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。 

- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。 

- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決

定。 
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費

及保留所有更改的最終決定權。 
 

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立証券 

香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關的衍生金 

融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所 

述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。 

查詢：客戶服務熱線 (852) 2277 6666                                     輝立証券(香港)有限公司 
 

 

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0629/2026062900050_c.pdf
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2026/0629/2026062900050_c.pdf

